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Aparato protector contra sobretensiones en circuitos de soldadura eléctrica, especialmente para la protección del usuario y en cuyos circuitos
se utilizan, componentes electrónicos convenientemente interconectados, caracterizado por que está constituido por un tiristor de potencia que
se situa en serie con el circuito de paso de tensión y corriente de soldadura, que es disparado o mantenido bloqueado según una muestra de
resistencia eléctrica obtenida en las bornas de salida a través de una constitución serie de resistencias v diodos que producen unas caídas de
tensión que son comparadas en un circuito integrado constituido por dos comparadores, una báscula y un generador lógico,; que realizara la
comparación se produce o no la basculación y se genera el nivel lógico que ataca a la puerta origina su disparo o bloqueo de forma que la
tensión en I bornas de soldadura no supera niveles perfectamente determinados; fuga de los instantes en que se realiza la soldadura.
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